


 

(3)焊接电流 使用与电弧堆焊相同宽度焊 

带的电渣堆焊 ，焊接电流更大。在单层电渣堆焊 

中，焊接电流对焊接效率、焊缝成形、热裂纹、脱 

渣性和堆焊层的性能有很大影响。当焊接电流增大 

时，焊道的熔深、熔宽、堆焊层厚度也随之增加， 

而稀释率略有下降，且抗裂性能降低，使堆焊层的 

耐腐蚀性也大大下降；当焊接电流过小，焊带易与 

渣池表面产生电弧，影响生产效率。一般焊接电流 

与焊材有关，使用不同厂家的焊材，所用的焊接电 

流也不一样。 

(4)焊接速度 同样，使用与电弧堆焊相同 

宽度焊带的电渣堆焊，焊接速度更快。当焊接速度 

过快时 ，不仅堆焊厚度达不到要求 ，焊道成形不 

良，熔池造渣也不彻底，易发生电弧现象，而且会 

增加稀释率；焊接速度过低，堆焊厚度太厚，焊道 

搭接部位易产生夹渣及熔合不良等缺陷，而且影响 

生产效率，合适的焊接速度取决于焊接电流。 

(5)磁控装置 由于 电渣堆焊渣池是导 电 

的，电磁力对它的影响要比埋弧堆焊的更大，会使 

堆焊层更容易产生咬边，随着堆焊电流增大，咬边 

现象越严重。因此必须采用外加磁场的方法来防止 

咬边的产生 (也称作磁控法)。磁控的大小，对焊 

道的成形也不一样，如图1所示。 
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图1 磁控强度对成形影响 

(6)焊带的伸出长度、焊剂层厚度、焊道间 

搭接量及焊接位置等 电渣堆焊的焊带伸出长度越 

长，堆焊层的稀释率就越低；焊带伸出长度越短， 

则导电嘴距渣池越近，越易产生变形和磨损，渣池 

飞溅时越易堵塞导电嘴，较合适的焊带伸出长度为 

25～35ram。电渣堆焊焊剂厚度不能太薄，否则会 

产生电弧现象；但也不能太厚，太厚会导致熔渣的 

排气性降低，在焊接表面形成气孔，所以一般焊剂 

厚度以25～35mm较适宜。焊道搭接量一般与焊缝 

厚度有关，通常为5～10mm。母材的倾角会影响焊 

道成形，一般推荐采用水平位置或稍带坡度 (1。 

～ 2。)的上坡焊为宜。 

二、热高压分离器的电渣堆焊 

基于带极电渣堆焊具有如前所述的优越性，近 

年来在国内外加氢反应器等化工设备尤其是压力 

容器的内表面大面积堆焊中均得到了广泛应用。 

目前我厂在制的母材为SA387Gr22CL2、直径为 

3008mm、厚度为85mm的热高压分离器，技术要 

求筒体和封头内壁堆焊347L型奥氏体不锈钢。以 

往对于筒体和封头这类内表面大面积的堆焊，我们 

普遍采用埋弧带极堆焊，由于电渣堆焊相对于埋弧 

堆焊，在各方面更具有优越性，所以我厂优先选用 

带极电渣堆焊工艺。 

1．带极电渣堆焊参数的确定 

根据焊接工艺要求，电渣堆焊每道厚度要 ≥ 

4mm。由于筒体和封头都是 曲面，要想保证每道 

焊接质量，对焊接速度、焊接位置提出了更高的要 

求。焊接参数在焊接工艺卡规定的范围内进行调 

试 ，具体规范参数如附表所示。 

带极电渣堆焊焊接参数 

焊带尺寸 电源 焊接 电弧 焊接速度 焊带伸出 焊剂覆盖 

电流 电压 ／
ram 极性 ／mm·min。 长度／mm 深度／mm ／A ／V 

直流 60
×0．5 11o0 26～27 180～200 30 30 

反接 

2．球形封头的电渣堆焊 

对于球形封头，由于它是一个半球体，既要考 

虑径向位置，又要考虑环向位置。我们采用大型变 

位器，把球封头固定在变位器上，通过变位器的上 

下左右翻动来达到立体的转动。球封头的半径为 

1504mm，可先用水平仪测量好球封头的环向堆焊 

为水平位置，再向球封头底部倾斜2。，最后以球 

封头的直径为基准，焊带与球封头的接触点往焊接 

方向偏中，即上坡焊30～40mm，以达到理想的焊 

接位置，如图2所示。调整好球封头的位置后，测 

定变位器的转速，设定焊接电流、电压及焊带的伸 

图2 球形封头的电渣堆焊 
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